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谷歌联合三星开发5nm芯片

对标苹果？

本报记者 张心怡

有消息称，谷歌与三星合作研发的处理器已经收到第一批工程样
本。该处理器代号“Whitechaple”，采用三星5nm制程，将搭载在Pixel
手机及Chromebook笔记本上。在自研了云端、边缘端处理器之后，
谷歌自研手机处理器意欲何为？将对谷歌的生态、产品产生哪些影响？

面向终端的主处理器

据悉，谷歌与三星联合设计的 5nm

芯片是一枚“起到关键作用的”主处理器，

对设备的运行速度、电池续航能力和性能

起到决定性作用。该处理器采用 Arm 8

核 CPU，硬件针对谷歌机器学习进行优

化，并支持谷歌助手和“始终在线”功能。

近期，谷歌收到了第一批工程样

本。该处理器明年有望搭载在Pixel手机

上，后续版本将搭载在 Chromebook 笔

记本上。

谷歌一直在强化半导体业务能力。

此前发布的Pixel手机上已经搭载了谷歌

定制设计的机器学习和图像处理芯片，谷

歌还从苹果、英特尔等竞争对手“挖角”了

芯片工程师。但是，手机处理器需要

CPU、GPU、通信基带等多个芯片，任何

一个短板都将使谷歌无法完全摆脱对高

通等芯片巨头的依赖。

补齐云边端芯片版图

无论是海外五大科技巨头“FAANG”

（脸书、苹果、亚马逊、奈飞、谷歌），还是国

内的“BAT”，都在进军芯片设计业务。早

在 2006 年，谷歌就开始研究如何在数据

中心中使用 GPU、FPGA 和定制 ASIC。

在科技巨头跨界“造芯”的道路上，谷歌是

一支不可忽视的力量。

从 2015 年起，谷歌基于自主研发的

定制化芯片TPU，完成了云-边、端-端的

计算架构协同。2016 年的 I/O 开发者大

会上，谷歌公布了自主研发的定制化芯片

Tensor Processing Units（TPU），以强化

数据中心的机器学习能力。

2017 年，谷歌将第二代 TPU 引入谷

歌云平台，后续推出的第三代云 TPU 利

用谷歌云平台的AI服务运行及其学习模

型，可实现单个 Pod中每秒超过 100千万

亿次浮点运算性能。在云 TPU 的基础

上，谷歌又推出了针对边缘侧的 Edge

TPU。这款 ASIC 芯片是对 Cloud TPU

和谷歌云服务的补充，能实现端到端、云

端到边缘的基础架构。

在云计算、AI、5G 的催化下，云边端

一体化趋势增强。华为、阿里、英特尔等

厂商都在践行“云-边-端”的计算架构协

同。华为董事徐文伟表示，华为的价值主

张是打造一个平台，把众多的传感器连接

起来，实现连接+平台+AI+生态。为此，

华为在端、边、云都推出并部署了 AI 芯

片。在手机端，华为从麒麟970开始嵌入

AI芯片，在边缘端，华为推出了应用于汽

车的人工智能计算芯片Ascend 310，在云

端则部署了鲲鹏 920 等芯片。阿里云推

出IoT边缘计算产品Link Edge时宣布将

打造云、边、端一体化的协同计算体系，并

陆续推出用于设计制造高性能端上芯片

的 IP 核玄铁 910、SoC 芯片设计平台“无

剑”、云端芯片含光800，端云一体已初步

成型。

在终端侧，谷歌曾为手机主处理器设

计辅助芯片，包括提升手机图像处理能力

的 Pixel Visual Core，提升声音识别和转

录能力的Pixel Neural Core等，以负载手

机端的机器学习类任务。但是，随着云算

力下沉、终端算力上升、边缘算力融合的

趋势不断加强，拥有一颗针对自家生态进

行优化的端处理器，才能更好地发挥谷歌

在机器学习的优势和沉淀，让手机、笔记

本等终端与谷歌的 AI 算力体系紧密贴

合。

提升产品体验

2010 年，苹果发布了采用自研处理

器 A4 和自家操作系统 iOS4 的里程碑式

产品 iPhone4，自此摆脱了对三星处理器

的依赖。

长期以来，谷歌安卓与苹果iOS是两

大手机操作系统。苹果通过自研 A 系列

处理器，让硬件更好地贴合软件系统需

要，实现软硬件一体化。谷歌自研移动终

端处理器，也有利于更好地发挥软件系统

能力，通过软硬件协同优化终端体验。

“谷歌与苹果殊途同归，谷歌一直在

建立半导体能力，在掌握软件的同时掌握

硬件，这种软硬件一体化的方式无疑是推

动服务深度整合的最好方法。自研处理

器是谷歌打造闭环生态的初步尝试，也是

第一步。”赛迪顾问集成电路产业研究中

心分析师陈跃楠向记者指出。

集邦咨询分析师姚嘉洋向记者表示，

由于智能型手机大多是以 Android 阵营

为主，谷歌累积了庞大的数据库与 AI 运

算资源，打造自有处理器有利于优化智能

手机的 AI 应用。例如，让用户与手机语

音助理之间的对话更为智慧，让语音助理

更好地理解用户需求、语言翻译更为精

确，省电与性能提升表现更为优异等，以

Google 现今的布局态势来看，确实会有

这样的战略思考。

但是，手机处理器研发门槛高，属于

资金、技术密集型业务，是块难啃的硬骨

头。姚嘉洋表示，苹果之所以能在处理器

领域如鱼得水，得益于先前的收购策略和

早期投入，累积了相对丰富的处理器开发

经验。加上苹果近年来在业务上的转型，

服务相关收入日益攀升，推动整体获利提

升，这成为处理器研发的坚实后盾，使得

苹果在处理器开发上处于一定的领先地

位。

与苹果类似，谷歌在移动芯片领域也

有着早期收购和人才积累。在2010年A4

处理器发布之前，苹果传出收购被用于手

机和移动终端的芯片企业 Intrinsity。同

时，谷歌也传出收购芯片设计创业公司

Agnilux。2017 年，有消息称谷歌挖角了

苹果的芯片设计师Manu Gulati担任SoC

系统架构设计师。

此前 Gulati 曾参与 iPhone、iPad 以及

Apple TV 等产品定制芯片的研发。同

一年，谷歌斥资 11 亿美元收购 HTC 手

机研发团队，进一步增强手机硬件的设

计能力。去年，谷歌在印度班加罗尔成

立了新的芯片团队，成员包括从英特尔、

英伟达、高通聘用的工程师，目标是设计

手机及数据中心芯片。

但是，谷歌自研手机处理器并非毫无

风险。受限于 Pixel 手机的市场份额，谷

歌需要把控处理器研发投入和产品收益

的平衡。

“由于Pixel手机在市场仍属于少数，

开发一颗 5nm的主处理器置于智能手机

中，单是开发费用动辄需要数百万甚至千

万美元。尽管谷歌近年的营收表现十分

优异，但若无法一战成名，恐怕不利于长

期的处理器开发计划。”姚嘉洋说。

碳化硅产业链主要分为上游衬底、中游

外延、下游器件。目前我国企业在碳化硅的

上、中、下游都有布局，但市占率与Cree等国

际龙头企业还存在差距。

Cree 作为碳化硅的先行者，在衬底、外

延、器件都具有绝对优势。冯淦指出，Cree

的优势源于先发优势和持续的技术投入。一

方面，Cree 是最早做碳化硅的企业之一，聚

集、培育了碳化硅产业的第一批人才；另一方

面，作为第一批从事碳化硅产业化经营的企

业，Cree 能够获得收益，支持对前沿技术的

持续性资金投入，形成了技术优势。

碳化硅本身的产业特点，也增加了后发

企业挑战Cree领先地位的难度。冯淦表示，

碳化硅面向的终端领域是大功率电力电子器

件，注重产品的可靠性和安全性，具有技术门

槛较高、认证周期较长的特点。这意味着终

端企业更换供货商要面临产品的重新认证，

难度较大。

但是，碳化硅目前还处在市场部署的早

期阶段，国内国际企业都尚未步入大规模的

量产商用。陈彤表示，对于后发的功率半导体

企业，要用已经成熟的技术工艺去追赶更有

技术积淀的先发企业，难度较大。后发企业要

成长，必须有一个新旧技术迭代的窗口期。

“碳化硅是一个新的产业机会，给了中国

功率半导体企业参与国际竞争的机会。在新

技术出现的时候，我们的反应要快。”陈彤说。

我国企业该如何抓住碳化硅的发展机

遇？朱邵歆表示，国内企业需要锤炼内功，

以国内客户的真实需求为前提，打磨产品和

技术，不能僵硬地单一对标国外的发展路

径，更不能在没有明确客户的情况下，过早

扩充产能。

“提升客户需要的性能指标比直接扩充

产线更加重要和紧迫。”朱邵歆说。

在发展模式上，冯淦认为，国内企业不要

盲目追求 Cree 涉猎产业链所有环节的发展

模式，这种模式不一定适合当前碳化硅的发

展阶段。衬底企业应专注衬底，外延企业专

注于外延，器件企业专注于器件，将更有利于

形成竞争优势。

“将产业链做长的发展模式只适合市场

早期。专注在自己的细分领域，将规模做大，

成本才会下降，竞争力才会提升。”冯淦说。

““新基建新基建””开启碳化硅商用之门开启碳化硅商用之门

本报记者 张心怡

碳化硅作为第三代半导体材料的典型
代表，凭借更高的转换效率、运行高压及开
关频率，颇受功率器件青睐。据市场研究机
构Yole预测，碳化硅半导体市场规模将在
2024年达到20亿美元。当前，我国正在推进
5G、数据中心、新能源汽车等多个领域的“新
基建”，为碳化硅提供了广阔的市场前景。

与硅材料相比，碳化硅能达到更高的运

行电压、更高的功率密度和更大的开关频

率，使器件实现更高的转换效率和更好的散

热性能。赛迪智库集成电路研究所副所长朱

邵歆向记者表示，碳化硅材料具有耐高压、

耐高温、损耗小、开关速度快等特性，制作

成的 SBD 二极管和 MOSFET 开关管相比硅

材料制成的 FRD二极管和 MOSFET开关管

性能更优，在光伏逆变器、新能源汽车、充

电桩、变频家电领域已实现规模应用，具有

非常强的推广前景。

新基建关注数字化基础设施，将有力支

持高新技术的创新发展，为碳化硅带来广阔

的市场机遇。

泰科天润董事长陈彤向记者表示，新基

建关注的信息基础设施多为用电大户，对用

电的需求量和质量提出了更高的要求。而用

电结构的优化，包括用电分配利用环节的高

低压转换、交直流转换、变频转换等，都依托

于功率半导体作为底层技术。碳化硅作为新

一代半导体材料，具备更高的用电转换效率，

将更有效率地面对新基建的用电需求。

“碳化硅提升了用电转换的效率和质

量。相比硅，碳化硅在用电效率上能提升两

到三个百分点，可靠性更高，而且器件的体积

重量更小，将在用电结构优化中起到更大作

用。”陈彤说。

具体来说，新基建涉及的5G、数据中心、

新能源汽车等产业，都是碳化硅的目标市场。

英飞凌科技电源与传感系统事业部大中

华区开关电源应用高级市场经理陈清源向记

者指出，5G小基站对电源有着工作温度范围

宽（-45℃～80℃）、高可靠性、高密度需求。

相比硅器件，碳化硅器件散热系数更高，更适

用于5G小基站的部署。

朱邵歆表示，新基建关注的特高压、新能

源汽车充电桩、数据中心等都为碳化硅带来

发展机遇。特别是数据中心对能耗的要求持

续提升，更有可能在电源中规模使用碳化硅

器件。数据中心使用的高端电源很可能成为

碳化硅的下一个增量市场。

瀚天天成总经理冯淦向记者表示，碳化

硅在大功率电力电子器件具有优势，新基建

关注的大部分项目都与碳化硅的布局方向有

关，对碳化硅产业是一个利好。尤其在新能

源汽车以及充电桩领域，碳化硅的增长速度

可观，碳化硅从业者非常看重新能源汽车对

碳化硅产业的带动作用。

相比硅，碳化硅在大功率电子电力器件

有着更优的物理特性。但是，碳化硅晶圆成本

较高，性价比不如硅，这在一定程度上制约了

碳化硅的市场发展。对此，相关企业负责人表

示，要辩证看待碳化硅的成本和发展潜力。

冯淦表示，碳化硅的成本要从三个层次

来看。在材料层面，碳化硅的晶圆和外延片，

确实比硅要贵，甚至贵出100倍。但是在器件

层面，同等规格的碳化硅器件与硅器件相比，

单个管芯的价格可能只有三到五倍的差距。

这是因为一个晶圆上面，碳化硅尺寸上可以

做得很小，平均每个器件的成本就会降低。

“随着良率的提升，一个晶圆上可以切割

出来的碳化硅器件会更多。近几年，碳化硅

器件的成本有希望控制到和硅器件有竞争力

的水平，甚至比硅器件还要便宜。”冯淦说。

同时，在系统层面，也就是逆变器、电源、电动

汽车等终端应用方面，使用碳化硅器件可以

降低电容、电感、冷却等系统性成本，并实现

更好的性能。

陈彤表示，碳化硅成本要进一步下探，需

要足够大的消费市场。硅已经有了 30 年到

50年的发展过程，而碳化硅在2010年左右才

走向民用市场，已经有了几十亿元的市场规

模，发展速度不算慢。

“上游供应商扩产，把成本摊下来，对于

下游的终端应用才更有吸引力；同时，下游市

场的应用规模足够大，买单足够多，上游供应

商才能扩产；这是一个‘鸡生蛋、蛋生鸡’的问

题，也是一个循序渐进的过程。”陈彤说。

“新基建”带来新市场

辩证看待碳化硅的“贵”

中国企业应做好细分市场
碳化硅是一个新的产业机会，给

了中国功率半导体企业参与国际竞争
的机会。

本报讯 日前，英飞凌科技股份公司宣

布完成对赛普拉斯半导体公司的收购。英飞

凌首席执行官莱因哈德·普洛斯 （Rein-

hard Ploss） 表示：“数字化是全球最重要

的发展趋势之一，合并后，我们将为客户提

供全面的产品组合，连接现实与数字世界，

推动数字化转型。”

随着赛普拉斯的加入，英飞凌将进一

步拓展其产品线的应用领域。赛普拉斯的

产品组合——微控制器、连接组件、软件系

统以及高性能存储器等，与英飞凌的功率

半导体、汽车微控制器、传感器以及安全解

决方案，可形成互补，结合双方的产品及技

术优势，将为 ADAS/AD、物联网和 5G 移动

基础设施等应用领域，提供更完整的解决

方案。

2019年6月3日，英飞凌科技股份公司与

赛普拉斯半导体公司宣布，双方签署协议，英

飞凌将以每股23.85美元现金收购赛普拉斯，

交易总价值为90亿欧元。

此次收购预计将在2021财年为英飞凌带

来收益。公司盈利能力预计将进一步提升，

合并业务的资本密集度将降低，自由现金流

将增长。预计在交易完成的三年后，可逐步

创造每年1.8亿欧元的成本协同效益。

收购完成后，英飞凌将成为全球十大半

导体制造商之一。在细分市场领域，英飞凌

将继续保持其在功率半导体和安全控制器领

域的地位，还将跃居成为全球第一的车用半

导体供应商。

英飞凌完成对赛普拉斯的收购

近几年，碳化硅器件的成本有希
望控制到和硅器件有竞争力的水平，
甚至比硅器件还要便宜。

新基建关注的特高压、新能源汽
车充电桩、数据中心等都为碳化硅带
来发展机遇。




